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The invention concerns a procedure and an arrangement for contacting metallic contact areas with electrically leading contact areas, which 
are on substrates from plastic, arranged on substrate foils, paper, pasteboard or the like. 

By electrically leading contact areas metals, conductive paste pressures from metal and/or graphite particles as well as electrically leading 
plastics are understood. 

Preferential operational area of the invention is the contacting of semiconductor chips, further electronic elements as well as sensors and/or 
actuators basic with conductive strips and wide outside contacts provided intermediate member plastic foil strips on laminar or drahtformige 
antennas for contactless transponders. As contactless transponders become thereby in particular contactless smart cards, goods or goods 
packing with trained antennas and transponder chip, electronic contactless labels, ticket, value lights etc. understood. 

Contactless electronic transponders, whose working frequency preferably lies in MHz to GHz range, exhibit usually antennas, which are 
laminar on substrates of special paper or from plastic material attached. As plastic material usually for this PVC serves, in order to make an 
easy subsequent treatment possible for smart cards from PVC. In addition, usually polyester (PET) and similar plastics are to be used. 

The costs of the transponders are essentially determined by the antenna costs and the costs for the semiconductor chips. The antenna 
costs consist from material costs for the radio tower substrate and the antenna material and of the structuring costs of the antenna. On the 
one hand the antenna costs sink drastically the rougher the structures to be may and the simpler the radio tower material are, on the other 
hand one the transponder costs sink only, even if the costs of the semiconductor chips sink drastically. The costs of the semiconductor 
chips are predominantly certain by the spent semiconductor surface. Very small transponder costs can be obtained only if small-area 
semiconductor chips can be contacted on roughstructured antennas. It is necessary to take technical precautions in order to be able to 
connect semiconductor chip at the same time with the beginning and the end of a roughstructured antenna. 

For the electrical connection of semiconductor chips with antenna wires it is well-known with the production of smart cards to pack the 
chips in semiconductor housings which are provided with connections, which are so long implemented that they can be connected both with 
the beginning and with the end of the antenna. As unfavorable here the high costs of the housing production as well as the space 
requirement of the housing prove. For application with tickets, labels etc. the housing volume proves as substantially too largely. 

In the label range it is therefore usual to produce on both surface sides of the radio tower corroded conductive strips. On the front of the 
radio tower the antenna courses and the contact points for the Flip chip contacting of the semiconductor chip are arranged. On the radio 
tower back is excluding a short conductive strip, which leads from the outside antenna end to a contact point section of the semiconductor 
chip. 

By means of special ultrasonic procedures plating through the conductive strip takes place from the back to the front of the radio tower, 
This solution is afflicted with the disadvantages that the plated-through hole by the radio tower only for very thin transparencies (1. . . 50 
mu m) and for aluminum conductor courses is suitable preferably and that the reliability of the plated-through hole under mechanical load 
is not ensured. In addition a high corroding expenditure is necessary, since the metal of the radio tower back up to the short conductive 
strip must be etched away. 

It is also well-known, semiconductor chip on a thin, short, bandformigen piece of foil, which exhibits two conductive strips with internal in 
each case and outside Kontaktfeldern, by means of Flip chip technology or chip on board Technikzu contacts. Afterwards the intermediate 
member developed in this way is put in such a way on the antenna that end and at the beginning of the antenna with one outside 
Kontaktfeld each come to covering. Subsequently, contacting takes place by means of ultrasonic and/or low frequency oscillations with 
pressure or soldering contacting. With these procedures it is unfavorable that the contacting places under mechanical and longer climatic 
load exhibit only a small reliability and that by the kind of the connection the material at the contact point is deformed in such a way that 
the total material thickness doubles itself and/or. that the contacting expenditure is uneconomic. 

The invention is the basis the task to indicate a procedure and an arrangement of the kind initially specified with which metallic contact 
areas can be contacted by intermediate members productively and electrically and mechanically reliably with electrically leading contact 
areas on substrates. 

The task with a procedure, which in requirement 1 indicated the characteristics and as a device, which contains the characteristics indicated 
in requirement 4, becomes according to invention, solved. 

Favourable training further are indicated in the Unteranspruchen. 

The one which can be contacted with the procedure according to invention, arranged gitterformig expresses Kontaktfeld of an intermediate 
member and the Kontaktfeld of the antenna and if necessary the adjacent peripheral areas for light defined wavelength coverage of the 
transparent, preferably thermoplastic substrate of the intermediate member and/or the radio tower positioned and by means of a press 
piece permeable for light, which is put on on the substrate lower surface of the Kontaktfeldes of the intermediate member, against a 
contacting table pressed. Afterwards becomes with light, which produces a spot diameter, which is same or larger the press surface of the 
press piece, by the press piece through radiation energy in the mechanically pressed together contact contacts and substrates and/or. 
Radio tower registered. This energy becomes essentially effective in the opaque contact contacts, whereby the contact contacts are heated 
up in such a way the fact that by thermal conduction the adjacent substrate material melts at least and itself with the radio tower material 
and durably connects to the contact area of the antenna. 

In a favourable execution as light monochromatic light or laser light is used and as substrate material polyester. The wavelength of the 
used light preferably lies in the range 900. . . 1100 Nm. 

The connection of the Kontaktfeldes with the contact area can be improved further, if with the entry of the light ultrasonic power or low 
frequency oscillation energy is brought at the same time over the press piece or over the substrate table into the contacting zone. 



Furthermore it is possible to punch or slit for the improvement of the connection of the Kontaktfeldes with the contact area the contact area 



of the antenna <with a surface portion from/= 25% to. 

By dyeing the top side of the substrate material with light-absorbing material within the lattice range of the Kontaktfeldes a further 
improvement can be achieved. As material for this also a thermoplastic adhesive can be used, preferably a thermoplastic adhesive, a lower 
softening point than the substrate material and/or. the radio tower material exhibits. The thermoplastic adhesive can with metallically 
leading particles, z. B. Silver, filled its. 

The invention is characterised by a set of advantages. 

The procedure according to invention makes it possible, arranged and coated intermediate member contact contacts if necessary special 
with antenna contact areas by means of a short light pulse mechanically and electrically reliably to connect. 

Favourable it is in particular that itself Kontaktfelder of intermediate members or intermediate member-similar substrates so at antennas 
made of metal or conductive pastes on plastic, paper o. A. to contact it leaves that the contacts exhibit a high mechanical and climatic 
reliability, which makes contacting possible a high productivity with a technologically safe procedure, which can be used contacting 
procedures for most different antenna materials and which are only small deformed intermediate member and antenna materials. 

Against the antenna material as small as possible demands are to be made; the intermediate member however should be so prepared that 
it is able, to overcome all possible contacting difficulties. 

By with high achievement up and/or. brought in light the contact contacts are heated up very strongly and very rapidly. Directly over or 
beside the contact contacts lying close thermoplastic substrate melts and moistens the radio tower and the contact area of the antenna. 
Under the contact pressure the materials are partially into one another pressed. The lattice structure of the Kontaktfelder of the substrate 
causes that the light arrives directly at the antenna contact areas and these heated up, so that the above thermoplastic substrate is melted 
zumindestens in a thin layer, without the substrate layer resting against the press piece melts. The metal lattices are pressed in into the 
antenna contact area partly and ensure in particular at the lattice edges a very good electrical contact with the contact area of the antenna. 

Due to the lattice organization and the connection of substrate and radio tower also around the Kontaktfelder and/or. Contact area around, 
the Kontaktfelder and contact area are almost hermetically included by the surrounding, stuck together materials. The junction point 
remains therefore even. 

The wetting of the materials is improved by additional applying of mechanical energy by ultrasonic or Niederfregenzschwingungen by the 
melted thermoplastic and the smoothing of the contact point is accelerated. 

By punching or slitting the contact area of the antenna with relatively small holes and/or. narrow slots result further advantages: Apart 
from the general increase of the mechanical firmness of the connecting zone it is reached that the fusionliquid substrate material and/or. 
the liquefied thermoplastic adhesive distributed over the surface of the contact area at many places the radio tower moistens. 

In addition the contact field lattice of the substrate field is pressed partially also over the edges of the holes and slots of the contact area 
and the number of contact edge contacts increases. 

The light absorption of the contact-field-basic substrate top side and thus the fusion liquefaction of the substrate layer on the inside in the 
connecting zone can be facilitated by dyeing the top side of the substrate material. Dyeing can in simple way by dusting (z. B. with graphite 
deaf), printing (z on. B. with ink jet technology) o. A. take place. 

A further important improvement can be achieved by the fact that a thin layer of a thermoplastic, light-absorbing adhesive within the range 
of the substrate contact field (lattice) is laid on. The improvement in particular then to be significant, if the thermoplastic adhesive exhibits 
a deeper softening point than the substrate and antenna material and if the thermoplastic adhesive in fusionliquid condition substrate, 
contact material and radio tower very well is moistened and in the condition cooled off a high adhesion to the materials mentioned exhibits. 
If thermoplastic adhesives are used, which moisten also duroplastisches material very well, also translucent thermosetting polymers can be 
used as substrate materials. 

A further improvement is reached, if the thermoplastic adhesive is filled with light-absorbing, electrically leading particles. 

As a result of use of light only a certain wavelength coverage as energy source and of press pieces and substrates of small light absorption 
as well as of contact contacts and brought in color or thermoplastic adhesive layers, which exhibit a high light absorption, the advantage 
arises that contact pattern-end processes only inside the connecting zone take place and the substrate lower surface and radio tower lower 
surface not melt opens and press surface as well as contacting table do not get dirty. 

By laser light, in particular by diode lasers, the necessary light energy can be brought favourably approximately into the connecting zone at 
simple apparatus-technical expenditure. 

The use of polyester materials as substrate material of the intermediate member, which are characterised by outstanding mechanical, 
chemical, thermal and electricalisolating characteristics and are economical, becomes a well melt openable and by mechanical oscillations 
(ultrasonic; Low frequency) ductile junction point production. 

The invention is more near described in the following on the basis a remark example. In the associated design show: 

Fig. 1 an intermediate member in plan view, 

Fig. 2 the side view of an intermediate member in sectional view, 

Fig. 3 the contact area of an antenna in plan view, 

Fig. 4 the side view of the connecting zone of the intermediate member at the radio tower directly before contacting in sectional view and 
Fig. 5 the side view of the contact point during that and/or. after contacting in sectional view. 

The intermediate member 1 in Fig. 1 carries 8 with two contact contacts 9, which rest upon the internal Kontaktfeldern 7 in its center a 
flipgebondetes chip. Chip 8 is firmly fixed on the internal Kontaktfeldern 7 and the top side the 3 of the polyester substrate 2 thick in the 
example 50 mu m by means of thermally hardened Underfiller 10. From the internal Kontaktfeldern 7 to the outside Kontaktfeldern 6 runs 
conductive strips 4, which are likewise coated by means of, thermally hardened Underfiller electrically isolating in the example. Internal and 
outside Kontaktfelder 7; 8 and conductive strips 4 consists of 35 mu m thick aluminum, which was structured wet chemical. 

The outside Kontaktfelder 6 exhibit a lattice structure 11, whereby the bars approx. (100 . . . 200) mu m broad are and the lattice holes 
approx. (400 X.400) mu m< 2> to (600 x 600) mu m< 2> are large. The outside Kontaktfelder 6, in particular however the lattice gaps 
and the contact field periphery are with one for the used light wave length lambda = 940 Nm strongly energy absorbing thermoplastic 
adhesive 14, which exhibits one in the example at least 30 DEG C low softening point as the polyester substrate 2, coated. The coating 
thickness corresponds for instance to the thickness of the contact field material. 

Fig, shows 2 the intermediate member 1 in lateral opinion, whereby the cut was led by a contact hill 9. The lattice holes 11 of the outside 
Kontaktfelder 6 are filled with light-absorbing adhesive 14. 



The size of the antenna contact area 16 in Fig. 3 is approximately equal to the outside Kontaktfeldern 6 of the intermediate member 1. 

The contact material consists in the example of 20 mu m thick aluminum, which polyester thick on 30 mu m is as radio tower 15. 

The antenna contact area 16 is slit; the slot structure 17 was produced in the example by laser cut. The slit width is smaller equivalent 100 
mu m; the slot length amounts to (300. . . 500) mu M. 

In Fig. 4 the radio tower material 15 with its lower surface 23 the contacting table 19 rests upon. The antenna contact area 16, which is 
large in the example (2.5 x 2.5<)> mm of 2, the outside Kontaktfeld 6 of the intermediate member 1 rests upon and covers the antenna 
contact area 16 completely. The outside Kontaktfeld 6 and the antenna contact area 16 touch themselves laminar in the future connecting 
zone 18 Fig. 5. The substrate lower surface 5 of the intermediate member 1 points upward, to it presses with Kraft F the press surface 20 
altogether almost of the press piece of 22 completely permeable for the laser light wavelength of lambda = 940 Nm. 
Fig shows the condition of the connecting zone 18 in the end of the laser irradiation, whereby the surface exposed by the laser beam 21 is 
same or larger the antenna contact area 16. 5. The thermoplastic adhesive 14 was almost completely melted. According to the pressure 
ratios he distributes between radio towers 15 and substrate top side 3 and moistens themselves both the radio tower material 15 and the 
antenna contact area 16 as well as the slot walls 17. Likewise the aluminum structures 6 heated by the laser beam 21; 16 became by the 
pressing power something in substrate 2 and/or. the radio tower material 15 imprinted. The aluminum structures 6 became simultaneous; 
16 so squeezed together that both surface and edge contacts arise. Altogether the thermoplastic adhesive 14 pressurizes the connecting 
zone 18. Contacting table 19 and press piece of 22 are not heated; they cool the external surfaces of the arrangement. 

REFERENCE SYMBOL LIST 1 intermediate member 2 substrate 3 substrate top side 4 conductive strip 5 Subtratunterseite 6 exterior 
Kontaktfeld 7 internal Kontaktfeld 8 semiconductor chip of 9 contact hills 10 Underfiller 11 lattice structure of the outside Kontaktfeldes 12 
conductive strip isolation with Underfiller 13 absorption layer 14 absorption material; Thermoplastic adhesive; thermoplastic adhesive 15 
radio tower material 16 antenna contact area 17 hole structure of the antenna contact area and/or. Slot structure 18 connecting zone 19 
contacting table 20 press surface 21 laser beam 22 press piece of 23 radio tower lower surface 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Verfahren und Anordnung zum Kontaktieren von auf Sunbstratfolien angeordneten metallischen 
Kontaktflachen 

® Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah- 
ren und eine Anordnung anzugeben, mit welchen metal- 
lische Kontaktflachen von Zwischentragern produktiv und 
elektrisch und mechanisch zuveriassig mit elektrisch lei- 
tenden Kontaktflachen auf Substraten kontaktiert werden 
konnen. 

ErfindungsgemaG gelingt die Losung der Aufgabe da- 
durch, dass die Kontaktfelder eine Gitterstruktur aufwei- 
sen, die zu kontaktierenden Bereiche ubereinander posi- 
tioniert und mit einem lichtdurchlassigen Pressstuck zu- 
sammengedruckt werden, und diezu kontaktierenden Be- 
reiche mit Licht hoher Intensitat eines Wellenlangenberei- 
ches, f u r den das Pressstuck und die therrnoplastische 
Substratfolie durchlassig aber die Kontaktfelder und Kon- 
- taktflachen stark energieabsorbierend sind, so bestrahlt 

twird, dass die bestrahlten Kontaktmaterialien erhitzt wer- 
den und dadurch das anliegende und/oder angepresste 
n Substrat in der Verbindungszone aufschmilzt. 
£ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung 
_ zum Kontaktieren von auf Substratfolien angeordneten 
metallischen Kontaktflachen mit elektrisch leitenden Kon- 
^ taktflachen, die sich auf Substraten aus Plaste, Papier, 
' Pappe oder ahnlichem befinden. 
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Beschreibung Vorderseite des Antennentragers. Diese Losung ist mit den 
Nachteilen behaftet, dass die Durchkontakt.ierung durch den 

[0001] Die Erfindung bctrifft ein Vcrfahrcn und cine An- Antennentragcr nur fur schr diinnc Tragcrfolicn (1 . . . 

ordnung zum Kontaktieren von aul Substrallohen angeord- 50 urn) und vorzugsweise i'iir Aluminiuinleiterbahnen ge- 

neten metallischen Kontaktflachen mit elektrisch leitenden 5 eignet ist und dass die Zuverlassigkeit. der Durchkont.akl.ie- 

Kontaktflachen, die sich auf Substrateri aus Plaste, Papier, rung unter mechanischer Belastung nicht gewahrleistet ist 

Pappe oder ahnlichem beiinden. AuBerdem ist ein hoher At/aufwand erlbrderlich, da das 

[0002] Dabei werden unter elektrisch leitenden Kontakt- Metall der Antennentragerriickseite bis auf die kurze Leiter- 

flachen Metalle, Leitpastendrucke aus Metall- und/oder babn weggeatzt werden muss. 

Graphitpartikcln sowic elektrisch lcitcndc Kunststoffc vcr- to [0009J Es ist auch bckannt, das Halbleitcrchip auf eincm 

standen. diinnen, kurzen, bandformigen Folienstiick, welches zwei 

[0003] Bevorzugtes Einsatzgebiet der Erfindung ist die Uiterbahnen mit jeweils inneren und auBeren Kontaktfel- 

Kontaktierung von Halbleiterchips, weitere elektronische dern aufweist, mittels Flip-Chip-Technik oder Chip-on-Bo- 

Bauelemenle sowie Sensoren und/oder Akloren tragende ard-Technikzu kontaktieren. Danach wird der auf diese 

mil l.cilerbahnen und groBflachigen auBeren Kontakten ver- 15 Weise entstandene Zwischentrager so auf die Antenne ge- 

schene Zwischcntragcr-Plastikfolicnstrcifcn auf flachigc legt, dass Endc und Anfang der Antenne mit jc eincm auBe- 

odcr drahtformige Antcnnen fur kontaktlose Transponder. ren Kontaktfeld zur Deckung kommen. AnschlieBend er- 

Als kontaktlose Transponder werden dabei insbesondere folgt das Kontaktieren mittels Ultraschall- und/oder Nieder- 

kontaktlosc Chipkartcn, Warcn oder Warcnvcrpackungcn trcqucnzschwingungcn durch Druck- oder Lotkontaktic- 

mit eingearbeitelen AnLennen und Transponderchip, clek- 20 rung. Bei diesen Verfahren ist nachteilig, dass die Kontak- 

tronische kontaktlose Et.iket.ten, Tickets, Wertscheine etc. tierstellen unter mechanischer und langererklimatischerBe- 

verstanden. lastung nur cine geringe Zuverlassigkeit aufweisen und dass 

[0004] Kontaktlose elektronische Transponder, deren Ar- durch die Art der Vcrbindung das Material an der Kontakt- 

bcitsfrequenz vorzugsweise im MHz- bis (illz-Bereich stelle so verformt wird, dass sich die Gesamtmaterialdicke 

liegt, weisen meist Antennen auf, die flachig auf Substraten 25 verdoppelt bzw. dass der Kontaktieraufwand unokonomisch 

aus Spczialpapicr oder aus Plasunatcrial angcbracht sind. ist. 

Als Plastmaterial dient hierzu meist PVC, um eine leichte [00101 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
Wciterverarheitung zu Chipkarten aus PVC zu ermdglichen. fahren und eine Anordnung der eingangs genannten Art an- 
Es ist aber auch ublich Polyester (PET) und ahnliche Kunst- zugeben, mit welchen metallische Kontaktflachen von Zwi- 
stolTe zu verwenden. no sehenlragern produktiv und elektrisch und mechanisch zu- 
[0005] Die Kosien fiir die Transponder werden im wesent- verlassig mit. elektrisch leitenden Kontaktflachen auf Sub- 
lichen durch die Antenncnkostcn und die Kosten fur die stratcn kontakticrt werden konncn. 
Halbleiterchips bestimmt. Die Antenncnkosten setzen sich [00111 IirfindungsgemaB wird die Aufgabe mit einem. Ver- 
aus den Materialkosicn fiir das Antennentragersubstrat und fahren, welches die in Anspruch 1 angegebenen Mcrkmale 
das Antenncnmatcrial und aus den Strukturiorungskostcn 35 und mit cincr Vorrichtung. wclchc die in Ansprucli 4 angc- 
fiir die Antenne zusammcn. Einerseits Milken die AnLennen- gebenen Metkmale enthalt, gelost. 
kosten drastisch je grober die Strukturen sein diirfen und je [0012] Vortcilhaf te Wcitcrbildungen sind in den Unteran- 
einfacher das Antennentragermaterial ist, andererseits sin- spriichen angegeben, 

ken die Transponderkosten nur, wenn auch die Kosten fur [0013] Bei dem erfindungsgemiiBen Verfahren werden das 

die Halbleiterchips drastisch sinken. Die Kosten der Ilalb- ao zu kontaktierende, gitterformig gestaltete auGere Kontakt- 

leiterchips sind vorwiegend durch die aufgewendete Halb- feld eines Zwischentragers und das Kontaktfeld der Antenne 

leitcrflachc bestimmt. Schr geringe Transponderkosten las- und gcgcbcncnfalls die angrenzenden Randgcbictc des fiir 

sen sich nur erzielen, wenn kleinflachige Ilalbleiterchips auf Licht eines definierten Wellenliingenbereich durchsichtigen, 

grobstrukturierte Antennen kontakticrt werden konnen. vorzugsweise thermoplastischen Substrates des Zwischen- 

Dazu ist es erfordcrlich, technische Vorkehrungen zu tref- 45 tragers und/oder des Antennentragers ubereinanderpositio- 

fen, um das Ilalbleiterchip gleichzeitig mil dem Anfang und niert und mittels eines fiir Licht durchlassigen PresssLiickes, 

dem Ende einer grobstrukturierten Antenne verbinden zu welches auf die Subslratunterseite des Kontaktfeldes des 

konncn. Zwischentragers aufgcsctzt wird, gegen cincn Kontaktier- 

|0006] Fiir die eleklrische Verbindung von Ilalbleiterchips tisch gepresst. Danach wird mit Licht, welches einen 

mit Antennendrahten ist es bei der Herstellung von Chipkar- 50 I^uchtfleckdurchmesser erzeugt, der gleich oder groBer der 

ten bckannt, die Chips in Halblcitergchause zu verpacken, Pressflachc des Pressstiickcs ist, durch das Prcssstiick hin- 

die mil Anschliissen versehen sind, die so lang ausgeluhrt durch Strahlungsenergie in die mechanisch zusammenge- 

sind, dass sie sowohl mit dem Anfang als auch mit dem pressten Kontaktmaterialien und Substrate bzw. Antennen- 

Ende der Antenne verbunden werden konnen. Als nachteilig trager eingetragen. Diese Energie wird im wesentlichen in 

crweisen sich hicrbci die hohen Kosten fur die Gchauschcr- 55 den lichtundurchlassigcn Kontaktmaterialien wirksam, wo- 

stellung sowie der Raumbedarf des Gehauses. Fiir die An- bei die Kontaktmaterialien so erhitzt werden, dass durch 

wendung bei Tickets, Etiketten usw. erweist sich das Gehau- Warmeleitung mindestens das angrenzende Substratmate- 

scvolumen als wesendich zu groB. rial schmilzt und sich mit dem Antennentragermaterial und 

[0007] Im Fiikettenbereich ist es deshalb iiblich, auf bei- der Kontaktfliiche der Antenne dauerhaft verbindet. 

den Flachenseilen des Antennentragers geatzte Leiterbah- 60 [0014] In einer vorteilhaften Ausfiihrung wird als Licht 

ncn zu crzeugen. Auf der Vorderseite des Antennentragers monochromatisches Licht oder Lascrlicht und als Substrat- 

sind die Antennenbahnen und die Konlaktstellen fiir das material Polyester verwendet. Die Wellenlange des verwen- 

Flip-('hip-Kontaktieren des Ilalbleiterchips angeordnet, deten Lichts liegt vorzugsweise im Bereich 900 .. . 

Auf der Antennentragerriickseite bclindct sich ausschlicB- 1100 nm. 

lich eine kurze Leiterbahn, die vom auBeren Antennenende 65 [0015] Die Verbindung des Kontaktfeldes mit der Kon- 

zu einem Konlaktstellenabschnitt des Halbleiterchips fiihrt. taktflache lasst sich weiter verbessem, wenn gleichzeitig mit 

[0008] Mittels spezieller Ultraschallverfahren erfolgt, ein dem Eintrag des Lichtes Ultraschallenergie oder Niederfre- 

Durchkontaktieren der Leiterbahn von der Riickseite zur quenzschwingungsenergie iiber das Pressstiick oder iiber 
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den Substrattisch in die Kontaktierzone eingebracht wird. teruber die Flache der Kontaktflache verteilt an vielenStel- 

[0016] Ferner ist. es moglich, zur Verbesserung der Verhin- len den Antennentrager benetzt. 

dung dcs Kontaktfcldcs mit dcr Kontaktflachc die Kontakt- [0026] AuBcrdern wird das Kontaktfcldgittcr des Subslrat- 
flache der Antenne mil einem Flachenanleil von < 25% zu feldes zum Teil auch iiber die Kanien der Locher und 
lochen oder zu schlitzen. 5 Schlitze der Kontaktflache gepresst und die Anzahl der 
[0017] Durch Einfarben der Oberseite des Substratmateri- Kontaktkantenpressungen erhoht sich. 
als mil liehlabsorbierenden Malerial iin Gillerbereich des [0027] Durch Einfarben der Oberseile des Subslralmaleri- 
Kontaktfeldes kann eine weitere Verbesserung erreicht wer- als kann die Lichtabsorption der kontaktfeldtragenden Sub- 
den. Als Material kann hierzu auch ein ihermoplastischer stratoberseiteunddamitdieSchmelzverftussigungderinder 
Klcbcr verwendet werden, vorzugsweisc ein thcrmoplasti- 10 Vcrbindungszone innenlicgendcn Substratschicht crleichtcrt 
schcr Kleber, der einen niedrigeren Erweichungspunkt als werden. Das Einfarben selbsi kann in einfacher Weise durch 
das Substratmaterial bzw. das Antennentragermaterial auf- Besfauben (z. B. mit Graphitstaub), Bedrucken (z. B. mit 
weist. Der thermoplasdsche Kleber kann mit metallisch lei- Tintenstrahltechnik) o. a. erfolgen. 
tenden Parlikeln, z. B. Silber, gefulll sein. [0028] Eine weiLere bedeutende Verbesserung kann da- 
[0018] Die Erfindung zeichnet sich durch eine Reihe von 15 durch erreicht werden, dass eine diinne Schicht. eines ther- 
Vorteilcn aus. moplastischcn, lichtabsorbicrcndcn Klcbcrs im Bcrcich dcs 
[00191 Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht es, Substratkontaktfeldes (Gitters) aufgetragen wird. Die Ver- 
speziell gestaltete und gegebenenfalls beschichtete Zwi- besserung wird insbesondere dann signifikant sein, wenn 
schentragerkontaktfclder mit Antcnncnkontaktfliichcn mit- der thermoplastische Kleber cincn tiefcren Erwcichungs- 
lels eines kurzen Lichlimpulses mcchanisch und eleklrisch 20 punkt aufweist als das Substrat- und Antennenmalerial und 
zuverlassig zu verbinden. wenn der thermoplastische Kleber in schmelzflussigen Zu- 
[0020] Vortcilhaft ist insbesondere, dass sich Kontaktfel- stand Substrat, Kontaktmaterial und Antennentrager sehr 
der von Zwischenlragern oder zwischenlragerahnlichen gul benetzl und im erkaltelen Zustand eine hohe Adhasion 
Substraten so an Antennen aus Metall Oder Leitpasten auf zu den genannten Materialien aufweist. Werden thermopla- 
Plast, Papier o. a. kontaktieren lassen, dass die Kontakte 25 stische Kleber eingesetzt, die auch duroplastisches Material 
cine hohe mechanische und klimatischc Zuvcrlassigkcit auf- sehr gut benctzen, konncn als Substratmatcrialicn auch 
weisen, die Kontaktierung eine hohe Produktivitat mit ei- lichtdurchlassige Duroplaste verwendet werden, 
ncTti technologisch sicheren Verfahren ermoglicht, das Kon- [0029] Eine weitere Verbesserung wird erreicht, wenn der 
taktierverfahren fur unterschiedlichste Antennenmaterialien thermoplastische Kleber mit lichtabsorbierenden, elektrisch 
eingeselzl werden kann und die Zwischenlriiger- und Anten- V) lei tenden Parlikeln gefulll ist. 

nenmaterialien nur gering verformt. werden. [0030] Durch Verwendung von Licht nur eines bestimm- 

[0021] An das Antcnnenmatcrial sollcn so gpringc wic ten Wcllcnlangcnbcrcichcs als Fncrgicquellc und von Prcss- 

moglich Anforderungcn gestellt werden; der Zwischentra- sttlcken und Substraten geringer Lichtabsorption sowie von 

gcr jedoch soil so vorbereitet sein, dass er in der Lage ist, Kontaktmaterialien und eingebrachten Farb- oder Schmelz- 

lli I. hi i ( it kti rs hwierigkeiten zu iibcrwinden. 35 klcbcrschichtcn, die cine hohe Lichtabsorption aufweisen, 

[0022| Durch das mil hoher Leistung auf bzw. einge- ergibt sich dcr Vorleil, dass die konlaklbildenden Prozesse 

brachte Licht werden die Konlaktmaterialien sehr stark und nur im Inneren der Verbindungszone staitfinden und die 

sehr rasch erhitzt. Das unmittelbar iiber oder neben den Substratunterseite und Antennentragerunterseite nicht auf- 

Kontaktmalerialien anliegende (hermoplaslische Substrat schmelzen und Presslliiche sowie Kontaklierlisch nicht ver- 

schmilzt und benetzt den Antennentrager und die Kontakt- 40 schmutzen. 

flache der Antenne. Bedingt durch den Anpressdruck wer- [0031] Durch Laserlicht, insbesondere durch Diodenlaser, 

den die Materialien zum Teil incinandcr gcdriickt. Die Git- kann vortcilhaft rund mil einfachem apparatctcchnischcn 

terstruktur der Kontaktfelder des Substrates bewirkt, dass Aufwand die erforderliche Lichtenergie in die Verbindungs- 

das Licht direkt auf die Antennenkontaktflachen gelangr und zone eingebracht werden. 

diese erhitzt, so dass das daruberliegende thermoplastische 45 [0032J Die Verwendung von Polyestermaterialien als Sub- 

Subslrat zumindestens in einer diinnen Schicht aufge- slratmaterial des Zwischentragers, die sich durch hervorra- 

schmolzen wird, ohne dass die an dent Pressstiick anlie- gende mechanische, chemische, thermische und elektroiso- 

gende Substratschicht aufschmilzt. Die Mctallgittcr werden iicrende Eigenschaftcn auszcichncn und kostcngiinstig sind, 

in die AniennenkonUkllWi eilweis i ingepresst und ge- wird eine gut aufschmelzbare und durch mechanische 

wiilirleisten insbesondere an den Gitterkanten einen sehr gu- 50 Schwingungen (Ultraschall; Niederfrequenz) verformbare 

ten elektrischen Kontakt mit dcr Kontaktflachc dcr Antenne. Vcrbindungsstcllc geschaffen. 

[0023] Aufgrund der Giltergestallung und der Verbindung [0033J Die Erlindung wird im Folgenden anhand eines 

von Substrat und Antennentrager auch urn die Kontaktfelder Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. In der zugehorigen 

bzw. Kontaktflache herum, werden die Kontaktfelder und Zeichnung zeigen: 

Kontaktflachc durch die umgebenden, vcrklcbtcn Materia- 55 [0034] Fig. 1 cincn Zwischcntragcr in Draufsicht, 

lien nahezu hermetisch eingeschlossen. Die Verbindungs- [0035] Fig. 2 die Seitenansicht eines Zwischentragers in 

stellc bleibt deshalb eben. Schnittriarstellung, 

10024] Durch das zusatzlichc Aufbringcn von mcchani- [0036] Fig. 3 die Kontaktflachc cincr Antenne in Drauf- 

scher Energie durch Ullraschall- oder Niederfregenzsch win- sicht, 

gungen wird die Benetzung der Materialien durch den auf- 60 [0037] Fig. 4 die Seitenansicht der Verbindungszone des 

gcschmolzcncn Thcrmoplast verbessert und die Glattung Zwischentragers am Antennentrager unmittelbar vor dem 

tier Kontaktslelle beschleunigi. Konlaklieren in Schnittdarstellung und 

r002S] Durch Lochen oder Schlitzen der Kontaktflache [0038] Fig. 5 die Seitenansicht der Kontaktstelle wahrend 

dcr Antenne nut rclativ klcincn Lochcm bzw. schmalcn dem bzw. nach dem Kontaktieren in Schnittdarstellung. 

Schlitzen ergeben sich weitere Vorteile: 65 [0039] Der Zwischentrager 1 in Fig. 1 tragi in seiner Mitte 

Neben der allgemeinen Erhohung der mechanischen Festig- ein flipgebondetes ('hip 8 mit zwei Kontakthiigeln 9, die auf 

keit der Vcrbindungszone wird erreicht, dass das schmelz- den inneren Kontaktfeldern 7 aufliegen. Das Chip 8 ist mit- 

llussige .Subslratmalerial bzw. der verlliissigte Schmelzkle- lels thennisch ausgebiirtetem Undertiller 10 lest auf den in- 
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net-en Kontaktfeldern 7 und der Oberseite 3 des im Beispiel 
50 pm dicken Polyest.ersubsr.rat.es 2 fixiert. Von den inneren 
Kontaktfeldern 7 zu den auBeren Kontaktfeldern 6 vcrlaufcn 
Leiterbahnen 4, die cbenfalls mittels im Beispiel elektrisch 
isolierendem, thermisch ausgeharteten Underfiller beschich- 5 
let sind. Innere und auBere Kontaktfelder 7; 8 und Leiter- 
bahnen 4 bestehen aus 35 pm dickem Aluminium, das nas- 
schemisch stxukturiert wurde. 

[0040] Die auBeren Kontaktfelder 6 weisen eine Gitter- 
struktur 11 auf, wobci die Stege ca. (100 . . . 200) urn breit 10 
sind und die Gitterlocher ca. (400 x 400) pm 2 bis (600 x 
600) um 2 groB sind. Die auBeren Kontaktfelder 6, insbeson- 
dere aber die Gitterzwischenraume und die Kontaktfeldperi- 
pherie sind mil einem fur die verwendete Lichtwellenlange 
X = 940 nm stark energieabsorbierenden thermoplastischen 15 
Klebcr 14, der im Beispiel cincn mindestens 30"C nicdrigen 
Erweichungspunkt aufweist als das Polyestersubstrat 2, be- 
schichtet. Die Beschichtungsdicke entspricht etwa der 
Dieko des Kontaktfcldmatcrials. 

[0041 J Fjg.2zeigtdenZwischentragerlinseillicherAn- 20 
sicht, wohei der Schnitt. durch einen Kontakthiigel 9 gefuhrt. 
wurde. Die Gitterlocher 11 der auBeren Kontaktfelder 6 sind 
mil licluabsorbicrendem Kleber 14 gefiilll. 
[00421 Die GroBe der Antennenkontaktflache 16 in Fig. 3 
ist annahcrnd den auBeren Kontaktfeldern 6 des Zwischen- 25 
tragcrs 1 gleich. 

[0043] Das Kontaktmaterial besteht im Beispiel aus 

20 um dickem Aluminium, welches sich auf 30 um dickem 

Polyester als Antennentrager 15 befindet. 

[0044] Die Antennenkontaktflache 16 ist geschlitzt; die 30 

Schlitzstruktur 17 wurde im Beispiel durch Laserschnitt er- 

/xugt. Die Schlitzbrcilc ist klcincr gleich 100 pm; die 

Schlitzlange betragt (300 ... 500) pm. 

[0045] In Fig. 4 licgt das Antennentragermaterial 15 mit 

seiner Untorscite 23 auf dem Kontakticrtisch 19 auf. Auf der 35 

Anlennenkontaklllache 16, die im Beispiel (2.5 x 2,5) mm 2 

groB isi, liegi das auliere Kontaktfeld 6 des /.wischentragers 

1 auf und iiberdeckt die Antennenkontaktflache 16 vollstiin- 
dig. Das iiuBere KonlakU'ekl 6 und die Anlennenkonlaktfla- 
che 16 beriihren sich flachig in der kiinftigen Verbindungs- 40 
zone 18 Fig. 5. Die Substratunterseite 5 des Zwischentra- 
gers 1 wcist nach oben, auf sic prcsst nut der Kraft 1-' die 
Pressflachc 20 des insgesamt fur die Laserlichtwellenlange 
von X = 940 nm nahczu vollstandig durchlassigen Press- 
stiickes 22. 45 
[0046] Den Zusland der Verbindungszone 18 zum Schluss 
der Laserbestrahlung, wobei die durch den Laserstrahl 21 
bclichtcte Flachc gleich odcr groBcr der Antcnncnkontakt- 
fliiche 16 ist, zeigt Fig. 5. Der ihennoplaslische Kleber 14 
wurde naliezu vollstandig aufgeschmolzen. Entsprechend 50 
den Druckverhaitnisscn vcrteilt cr sich zwischen Antennen- 
trager 15 und Subslratoberseile 3 und benetzt sowohl das 
Antennentragermaterial 15 als auch die Antennenkontakt- 
flache 16 sowie die Schlitzwandungen 17. Die ebenfalls 
durch den Laserstrahl 21 aufgehcizten Aluminiumstroktu- 55 
ren 6; 16 wurden durch den Pressdruck etwas in des Substrat 

2 bzw. das Antennentragermaterial 15 eingedriickt. Gleich- 
zcitig wurden die Aluminiumstrukturcn 6; 16 so zusammcn- 
gedriickt, dass sowohl Flachen- als auch Kantenkontakte 
auftreten. Insgesamt hermetisiert der thermoplastische Kle- 60 
ber 14 die Verbindungszone 18. Kontakticrtisch 19 und 

I e mi k 22 sind nichl beheizl; sie kiihlen die auBenliegen- 
den Flachen der Anordnung. 

BEZUGSZEICHHNUS'IE 65 

1 Zwischentrager 

2 Substrat 



163 A 1 

6 

3 Substratoberseite 

4 T^iterbahn 

5 Suburatuntcrscitc 

6 auBeres Kontaktfeld 

7 inneres Kontaktfeld 

8 Halbleiterchip 

9 Kontakthiigel 
lOIInderfiller 

11 Gitterstruktur des auBeren Kontalttfeldes 

12 Lcitcrbahnisolicrung mit Undcrfiller 

13 Absorptionsschicht 

14 Absorptionsmaterial; Schmelzkleber; thermoplastischer 
Kleber 

15 Anlennenlragermalerial 

16 Antennenkontaktflache 

17 Lochstruktur der Antennenkontaktflache bzw. Schlitz- 
struktur 

18 Verbindungszone 

19 Kontakticrtisch 

20 Pressllache 

21 Laserstrahl 

22 Pressstuck 

23 Antennenlriigerunterseite 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Kontaktieren von auf Substratfolien 
(2) angeordneten metallischen Kontaktfeldern (6) mit 
elektrisch leitenden Kontaktflachen (16), die sich auf 
einem Substrat aus Plasle, Papier, Pappe oder ahnli- 
chen befinden, dadurcli gckcnnzcichnct, dass die 
Kontaktfelder (6) cine Gitterstruktur (11) aufwciscn, 
die zu kontakderenden Bereiche ubereinander posido- 
niert und mil einem lichtdurchlassigen Pressstuck (22) 
zusammcngcdriickt werden, und die zu kontakderen- 
den Bereiche mit Licht hoher Intensilal eines Wellen- 
langenbereiches, fiir den das Pressstuck (22) und die 
thermoplastische Substratfolie (2) durchlassig aber die 
Kontaktfelder (6) und Konlaklllachen (16) stark ener- 
gieabsorbierend sind, so bestrahlt wird, dass die be- 
stralilten Kontaktmateri alien (6; 16) erhitzt werden und 
dadurch das anlicgcndc und/odcr angeprcsste Substrat 
(2) in der Verbindungszone (18) aufschmilzi und Fla- 
chenteile der Kontaktoberflachen (6; 16) sowie das um- 
liegende Tragermaterial (2; 15) benetzt und nach Been- 
den der Beslrahlung das aufgeschmolzene Material (2) 
erstarrt. und sich dabei eine dauerhafte mechanische 
und clcktrischc Vcrbindung zwischen den Kontaktma- 
terialien (6; 16) und den Tragennalerialien (2; 15) er- 
gibt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gckcnnzcich- 
nel, dass die Beslrahlung mil monochromalischem 
oder nahezu monochromalischem Licht im Wellenlan- 
genbereich 900 ... 1100 nm erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch gckenn- 
zeichnet, dass gleichzeitig mit der Lichtbestrahlung 
iiber das Pressstuck (22) oder einen Kontakt.iertisch 
(19) in die Verbindungszone Ultraschall- oder Nicdcr- 
frequenzschallenergie eingelragen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
chc, dadurch gckcnnzcichnct, dass auf das gittcrstruk- 
lurierle Kontaktfeld (6; 11) lichtabsorbierender 
Schmelzkleber (14) aufgebracht ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gckcnnzcich- 
net, dass der Schmelzkleber (14) mit lichtabsorbieren- 
den elektrisch leitfahigen Partikeln versehen ist. 

6. Anordnung, insbesondere zur Durchfuhrung des 
Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
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gekennzeichnet, dass auf einem Zwischentrager (1) 
niindestens zwei auBere Kontaktfelder (6) mil. nach in- 
ncn vcrlaufcndcn Lcitcrbahncn (4) angcordnct sind, 
wobci auf den auBeren Konlaklfeldern (6) lichtabsor- 
bierendes Material (14) aufgebracht ist, welches einen 5 
niedrigeren Erweichungspunkt aufweist als das Mate- 
rial des Zwischenlragers (1) und dass der Zwischentra- 
ger (1) mit einem Antennentragermaterial (IS) kontak- 
tiert ist, welcher mit einer Antennenkontaktflache (16) 
vcrschcn ist, so dass sich jcweils cin auBcrcs Kontakt- to 
feld (6) und eine Antennenkontaktflache (16) zumin- 
riesi partiell flachigin einer kiinftigen Verbindungszone 
(18) beriihren. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die auBeren Kontaktfelder (6) eine Gitter- 15 
struktur (11) aufwciscn. 

8. Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Zwischentrager (1) auf einem 
Polycstersubstrat (2) aufbaut. 

9. Anordnung nach einem der AnsprLiche 5 bis 7, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass der Zwischentrager (1) ein 
flipgebondetes Chip (8) tragt, welches mittels tlier- 
misch ausgeharLelern Underliller (10) auf inneren Kon- 
taktfeldern 7 befestigt ist. 

10. Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 9, da- 25 
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktflachc (16) der 
Antenne Schlitze oderLocher (17) aufweist. 

1 1 . Anordnung nach einem der Anspriiche 5 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Oberseite (3) des Sub- 
stratmaterials (2) im Bereich der auBeren Kontaktfelder :*o 
(fi) mit lichtabsorhierendem Material beschichtet ist. 

12. Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass das lichtabsorbierende 
Material ein thertiioplaslischer Klcbcr (14) ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 35 
/.eichncl, dass die Substralfolic (2) aus Ihermoplasli- 
schem Material besteht. 

14. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der thermoplaslische Kleber (14) auf ei- 
nem Duroplastmaterial aufgetragen ist und dass das 40 
Substrat (2) des Zwischcntragcrs (1) aus licbtdurchlas- 
sigcr duroplastischcr folic (2) besteht. 
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